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台灣國際半導體（SEMICON Taiwan）上個月熱熱鬧鬧的結束了，更精確一點的講，是熱

熱鬧鬧又風風光光的結束了。全球一流的半導體相關業者與專家齊聚台灣，共同為半導

體的未來發展提出觀點與策略。身為台灣人，多少是驕傲的。

大概沒人想到，半導體在美國問世60年後，台灣現在竟成為了領頭羊，下個60年要怎麼

走，就繫在這小小的彈丸之地。

先進製程的部分，半導體微縮的極限究竟在哪？台積電董事長劉德音在領袖論壇上表

明，5奈米已完成，3奈米研發中，2奈米和1奈米似乎看來也沒問題。這信心滿滿的回

答，像根定海神針，把諸多對於摩爾定律失效的猜測再度平息了下來。

而這個說法也得到了半導體設備商艾斯摩爾（ASML）的證實。ASML在先進製程研討會

上也表明，他們正持續強化EUV設備的性能，目前估計也能做到3奈米以下的光刻顯影製

程，而除了精進製程微縮的技術外，量產的效率也是他們關注的重點所在。

今年展場的另一個重點，就是成立了異質整合專區，該區聯合了包含日月光、矽品、聯

發科與工研院等多個業者和機構，展示了多種異質整合的製程技術與晶片型態，是從應

用端的觀點來看晶片設計的發展。

雖然目前看來摩爾定律仍將會延續下去，但其實並不是每一個業者，每一顆晶片都需要

挑戰最前端的製程和最高的性能，反而是透過整合不一樣的應用功能在單一晶片裡，藉

此達成最佳的系統效能才是關鍵。而封裝就是實現這個目標最關鍵的技術。

從聯發科攤位前，參觀者爭相拍照的盛況就可得知，人們對於聯發科的無線通訊晶片是

透過何種封裝技術來生產有多麼好奇。

另，在展場上也巧遇了SEMI台灣

區總裁兼任全球行銷長曹世綸，

先恭喜了他今年的展覽相當成

功，且整體的規劃與布置又更上

一層樓。SEMICON Taiwan能有今

日的榮景，除了是台灣整體半導

體業者的共同努力外，曹總裁的

奔走也是功不可沒。期待明年的

SEMICON Taiwan能夠延續今年的

熱潮，並再創高峰。

半導體「封」異質整合

副總編輯

聯發科攤位前，參觀者爭相拍照
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陳達仁
國立臺灣大學機械工程
學系與工業工程學研究
所 特聘教授

智慧財產培訓學院
(TIPA)共同主持人

國立臺灣大學計量理論
與應用研究中心 特約
研究員

Be Unique

研發中心專利的申請策略之四：
善用專利審查高速公路（PPH）

上期在介紹運用各國多有提供的「延後實體審

查」制度來確保國際佈局與節約申請成本時，提

及在拿到第一國的核准通知後，可利用「專利審

查高速公路（Patent Prosecution Highwary，PPH）

」，要求其他佈局國家的專利機構參考第1國的

核准資訊給予核准的處分或審定，以加速或提高

其他國家核准獲證的時間、機率。本期將進一步

介紹PPH這一機制。

PPH是二國的專利機構彼此分享對同一發明的檢

索與審查結果，以降低審查負擔、加快審查速

度、並提升審查結果的一致性（避免一國核准、

另一國核駁）。這是一個申請人與專利機構雙贏

的機制。但可惜PPH並非國際公約，而是國與國

之間的合作關係。目前和我國合作實施PPH的國

家有美國、加拿大、日本、韓國、西班牙、波蘭

共6個國家，而和美國有合作實施PPH的國家/地

區則高達27個（包含歐盟與中國） 。

換言之，國人如依照上期介紹的以美國為第一申

請國、在其他佈局國家以延後實體審查方式進行

的話，一拿到美國的有利的審查結果，就可以立

即向其他國家（很可能會包含在美國有締結PPH

合作關係的27國內）的專利機構，請求依據PPH

來加速審查並做出相應的審查結論。

有識者指出，專利申請的准駁係各國專利機構獨

立的權責；一國的專利機構沒有義務遵從另一國

專利機構的決定。也就是說，就算透過PPH的機

制，仍有可能第一國核准通過、而其他國家仍不

准的情形。這個觀點是正確的，但這種二國不一

致的情形確實是少數，而且其他國家的審查時間

也確實有效縮短。以我國為例，根據經濟部智慧

財產局今（108）年上半年的資料，來自合作國

家的申請人向我國提出PPH申請，其申請案審查

結果的統計如下表所示。

再以美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark 

Office，USPTO）107年的數據，來自合作國家的

申請人向美國提出PPH申請，其申請案審查結果

的統計如下表所示（其中，「PPH<100」是指來

自PPH件數少於100件的合作國家、「PPH≧100

」是指來自PPH件數至少100件的合作國家，我國

即屬此一類）：

從上二表可以看出，不同國家對於PPH案確有寬

嚴不同。但是逕准率、核准率、首次OA時間都較

一般案件顯著提高或縮短。例如向我國主張PPH

的案件有近4成的逕准率、9成5的核准率，更遠

高於我國所有發明申請案的逕准/核准率。至於美

國所有發明專利的核准率，由於欠缺相應年度的

官方數據，我們根據2006～2018年的數據 ，研

判應在6成左右。相較之下，向美國主張PPH超過

8成的核准率還是明顯較高。

所以，在運用各國的「延後實體審查」制度來確

保國際佈局與節約申請成本時，進一步利用PPH

確實可以加速或提高其他國家核准獲證的時間、

機率。更重要的是，其他國家因「延後實體審

查」所延宕的時間，非常有可能因主張PPH而被

補償。整體的國際佈局與取得多國專利保護的時

間甚至有可能因而縮短。

(本文共同執筆：管中徽／國立臺灣科技大學 專

利研究所助理教授)

技術長的專利錦囊(5)

PPH申請案 所有發明專利申請案

逕准率 37.8% 7.2%

核准率 94.6% 79.0%

首次OA時間 1.58月 8.52月

審結時間 3.96月 13.61月

PPH<100 PPH≧100

逕准率 17.24% 24.71%

核准率 83.23% 84.40%

首次OA時間 200.48日 220.01日
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關鍵技術報告：IoT

關鍵技術報告：MCU

07
JUL

08
AUG

封面故事：次世代封裝

封面故事：人機協作

專題報導：COMPUTEX展後報導
量測專欄：邏輯分析儀

專題報導：工業感測器
量測專欄：混合訊號示波器

關鍵技術報告：嵌入式設計

關鍵技術報告：工業控制IC

09
SEP

10
OCT

封面故事：EDA

封面故事：異質整合

專題報導：PCB設計
量測專欄：毫米波量測

專題報導：MRAM, FRAM
量測專欄：半導體測試

關鍵技術報告：Micro LED控制

關鍵技術報告：無線通訊

11
NOV

12
DEC

封面故事：區塊鏈

封面故事：年度產業調查

專題報導：邊緣運算
量測專欄：模組化儀器

專題報導：軟性顯示
量測專欄：無線通訊量測

關鍵技術報告：電源控制

關鍵技術報告：能源與電池20
19
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亭心觀測站

半導體下一甲子蠡測

半導體科技是一個結構龐大且影響社會深

遠的產業，如今已轟轟烈烈地走過了60

年。9月18日在台北南港展覽館盛大登場的「台

灣國際半導體展（SEMICON  Taiwan）」，便

是以展望未來60年為題，規劃了「科技創新論

壇」及「科技智庫領袖高峰會」兩大論壇。會

場演說者多是半導體界的重量級人士，他們的回

顧與展望，權威性自不待言，但畢竟是「只緣身

在此山中」的相關業者，我們從另一個角度來觀

察，或許會有完全不一樣的意象。

參與這次高峰會論壇上的嘉賓表示：「10年可

預測，20年也能預測，60年時間真長，現在預

測不見得準。」這倒也是誠實之言，因為業界的

預測都須要收集大量的數據，然後依照線性係

數來估算出未來趨勢，但是超過20年後的環境

變數太多，現實數據太少，預測的參考價值不

高。例如，台積電董事長劉德音在會中就透露：

「5奈米明年會急速擴張，目前3奈米是研發重

心，2奈米製程持續研發中。」業者只能根據這

樣的線性做預測與佈局。

所謂「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，媒

體業者來看半導體產業的未來60年，也會有不

同的一番風味。因為依照理則，以及歷史人文的

脈絡來分析，就可以推測得很深遠，這不會是數

據化的結果，而是引出一條方向，並勾畫出未來

的理想與價值。在《論語》為政篇裡子張就有問

孔子久遠的未來可預測嗎？孔子回答他說：「殷

因於夏禮，所損益可知也；周因於殷禮，所損益

可知也；其或繼周者，雖百世可知也。」

從社會發展的角度來看，半導體科技是數位革命

最前端的推手，此一歷史觀點就在評判資訊處理

的能力，因為這是繼印刷科技（包括其他類比訊

號處理的技術）之後的一大革命性發展。人類資

訊處理的能力從語言革命、書寫革命到印刷革命

經過數萬年的韜光養晦，到了數位革命時代雖然

速度更快了，但本質並沒有改變，半導體科技使

資訊處理變多、變強，據此各種工具設備也快速

升級，依照這樣的循環，再製造出更精密多元的

半導體元件。

以「殷因於夏禮」比擬來看，印刷產業的發展就

可以做為半導體產業的借鏡。未來的半導體產業

將會走向兩個新模式，一是製造生產將更經濟實

惠，業者進入的門檻也會降低，生產一顆IC就像

印一本書那麼簡單。現在的印刷產業幾乎都是代

工模式，從美編設計、排版、印製到裝訂各有

分工，而且是以中小企業為大宗；半導體也一

樣，從IC設計、晶圓製造到封裝幾乎都會是代工

模式，從這裡來看，我們也不得不佩服台積電與

日月光半導體的遠見，但這不會只是大企業的專

利，半導體設備會漸漸平價化，家庭式代工一樣

生產的出來。             

半導體產業的第二個新模式是因為量變產生的質

變，就好像印刷門檻降低之後，出版業便蓬勃發

展起來，發行雜誌、報紙、出書、編冊幾乎人人

得以參與；半導體產業也是如此，簡單的代工

廠就能生產一顆顆的SoC，各種的應用IC、特殊

IC都可以隨意的產出與銷售，最後內容與創意才

會是真正的王道，這一點從AI與5G環境所帶來

衝擊就可以想見，表面上來看是一個更加資訊爆

炸、知識爆炸的時代，但骨子裡會回到對幸福快

樂的追求。

或許有一天，在家裡用EDA編一編需要的內容與

功能，就可以拿到便利商店去訂製幾顆IC。雖然

這不是科幻或夢想，但我們要明白一點，製作半

導體IC、AI晶片，除了訊息之外，還具有行為與

功能的直接操控，這與其他領域的連結將會更緊

密與複雜，畢竟一山還比一山高，不要只是管窺

蠡測，以為可以掌控一切，其實還「不識廬山真

面目」呢！

文/亭心

亭心就是站在涼亭上觀看這
個世界萬事萬物的心，透過

平心靜氣與客觀超然的態度

來呈現出事物的真相。亭心

也可以說是停心，當我們要

真正體會任何一種時空現象

時，就得停定在同理心與同

事情的基礎上，這樣才能了

解事物的箇中三昧。所以亭

心既是我的心、你的心，也

是大家的心，它總會交錯在

不期而遇的十方三世之中。

未來的半導體產業將會走向兩個新模

式，一是製造生產將更經濟實惠，業

者進入的門檻也會降低；第二個新模

式是因為量變產生的質變，最後內容

與創意才會是真正的王道。
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N E W S  A N A L Y S I S

影響視覺體驗甚鉅 Micro LED晶粒尺寸是關鍵

實際走一趟智慧顯示器展（Touch Taiwan 

2019），體驗Micro LED的最新發展成果。

不難看出，目前製造的瓶頸已逐漸打破，

特別是巨量轉移和組裝生產方面。然而，

整體的視覺體驗仍不甚理想，很大的原

因就在於畫素（晶粒）的尺寸上。

在傳統LCD市場遭遇逆風的情況下，Mini 

LED和Micro LED自然就成了顯示大廠主

推的顯示解決方案。而經過了去年一整

年的洗鍊之後，今年所展示的產品皆更

加成熟，不僅在顯示的性能上，同時在產

品原型的設計上．也更接近成品的姿態。

在Mini LED方面，從友達和群創力推各尺

寸和各應用領域的產品來看，可確定未

來的高階LCD面板都將導入Mini LED背

光技術，包含電視、電競和車用顯示，都

會在明年陸續有採用Mini LED技術的產

品上市。

從現場展示的視覺性能來看，採用Mini 

LED背光技術的顯示器已具備足夠競爭

力，能夠吸引高階消費者購買，或者在

換購新機時有更大的動力，去選擇使用

Mini LED背光技術的產品。

至於Micro LED，今年展出的品項已比去

年更多，而且是以更接近原型產品的姿

態出現，可讓消費者洞悉這個次世代顯

示技術的王者，未來大概會呈現出什麼

樣的風貌，又大概會先出現在什麼樣的領

域。

今年展出的業者包含晶電、隆達、友達、

群創、錸寶（錼創）、聚積等，而展出的應

用則包括：車載顯示、穿戴式、大型戶外

顯示、與小尺寸的顯示面板。

綜觀這些產品，大致可以了解目前相關的

供應鏈已經逐步克服了生產和組裝的瓶

頸，儘管距離大規模的量產仍有一段路

要走，但看得出業者們對於關鍵環節已

有更深入的掌握度，因此也可以期待首

波的Micro LED終端產品將有望在明年下

半年之後推出。

只不過Micro LED在實際應用上仍有一些

挑戰，特別是在色彩和解析度方面。儘管

具備超高亮度和反應速度的優勢，但目

前Micro LED在近距離觀看上，仍顯得十

分不自然，除了無法久視之外（過亮），呈

現的影像不夠細緻、色彩不夠真實，也是

目前的需要改良之處。

而這就考驗業者能否持續縮小Micro LED

的晶粒尺寸，並讓它們在量產上可以有更

高的良率。因為一旦落到需要近距離觀

看或者欣賞高品質影音的應用上時，解

析度和色彩就成了消費者是否決定購買

的主要指標，而目前Micro LED仍還不足

以滿足消費者。(籃貫銘)

MIC：2019年臺灣通訊產業產值小幅成長1.1%至3.6兆台幣

2019年臺灣通訊產業受到中美貿易戰波及，但整體影響有

限，全年產值小幅成長至3.6兆。資策會產業情報研究所

（MIC）展望2020年，上半年貿易戰雖仍有影響，但隨著

5G與Wi-Fi 6等新規格出貨，將帶動臺灣通訊產業產值成

長，預估2020年產值（含外銷通訊零組件）近3.7兆，較

2019年成長1.1%。

針對全球行動通訊市況，資策會MIC表示，2019年受到美中

貿易戰與華為禁令等影響，全球智慧型手機出貨均下滑，

不過2020年將隨著中國大陸等市場5G商用，有利當地品牌

手機出貨；除此，晶片廠商中高階5G SoC方案出爐，有助

於5G手機價格下滑至285美元，而品牌廠商也積極規劃5G

手機，預期Apple將於2020年推出5G手機，預估2020年全

球智慧型手機出貨將回升至14.6億台，臺灣智慧型手機產值

可達2.4兆新台幣。

資策會MIC資深產業分析師李建勳點出2020年行動通訊發

展兩大觀測重點。其一為5G發展，預計2020年中Rel-16標

準將制訂完成；第二個觀測重點是手機零組件發展，隨著

iPhone X開始採用OLED螢幕，促使除了Samsung以外的廠商

陸續量產OLED，預期廠商將增加採用，2020年滲透率有望

超過LCD。

Micro LED在實際應用上仍有一些挑戰，特別是在色彩和解析度方面，在近距離觀看上，仍顯得
十分不自然。
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